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Systémy hodnoceni jakosti - CSN

Cést 1: Registrace a analyza vad EN 61193-1

na osazenych deskach s plosSnymi

Spoji 359043

idt IEC 61193-1:2001

Quality assessment systems -
Part 1: Registration and analysis of defects on printed board assemblies

Systeme d’assurance de la qualité -
Partie 1: Enregistrement et analyse des défauts sur les cartes imprimées equipées

Qualitatsbewertungssysteme -
Teil 1: Protokollierung und Analyse von Fehlern auf bestlckten Leiterplatten

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 61193-1:2002. Evropska norma EN 61193-1:2002 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61193-1:2002. The European
Standard EN 61193-1:2002 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut,

2002 65876
Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovéany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva



Citované normy

IEC 60194 zavedena v CSN IEC 60194 (35 9002) N&vrh, vyroba a osazovani desek s plosnymi spoji -
Terminy a definice (idt IEC 60194:1999)

IEC 61191-1 zavedena v CSN EN 61191-1 (35 9041) Osazené desky s plosnymi spoji - Cast 1:
Kmenova specifikace - Pozadavky na pajené elektrické a elektronické sestavy pouzivajici povrchové a
obdobné montazni technologie (idt IEC 61191-1:1998, idt EN 61191-1:1998)

IEC 61191-2 zavedena v CSN EN 61191-2 (35 9041) Osazené desky s plosnymi spoji - Cast 2: Dil¢i
specifikace - PoZzadavky na sestavy pajené povrchovou montazi (idt IEC 61191-2:1998, idt EN 61191-
2:1998)

IEC 61191-3 zavedena v CSN EN 61191-3 (35 9041) Osazené desky s plodnymi spoji - Cast 3: Dil¢f
specifikace - Pozadavky na sestavy pajené do priichozich otvord (idt IEC 61191-3:1998, idt EN 61191-
3:1998)

IEC 61191-4 zavedena v CSN EN 61191-4 (35 9041) Osazené desky s plodnymi spoji - Cast 4: Dil¢
specifikace - PoZzadavky na sestavy pajené na zakoncovaci koliky (idt IEC 61191-4:1998, idt EN 61191-
4:1998)

IEC 61192-1 dosud nevydana
IEC 61192-2 dosud nevydana
IEC 61192-3 dosud nevydana
IEC 61192-4 dosud nevydana
Informativni Gdaje z IEC 61193-1:2001

Mezinarodni norma IEC 61193-1 byla pfipravena technickou komisi IEC 91: Technologie elektronické
montaze.

Text této normy vychazi z téchto dokument(:

FDIS Zprava o hlasovani
91/265/FDIS 91/273/RVD

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navrZzena ve shodé se Smérnicemi ISO/IEC, Cést 3.

Priloha A je nedilnou soucasti této normy.

Prilohy B, C a D jsou ureny pouze pro informaci.

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace zlistane nezménén do 2006. K tomuto datu bude publikace
- znovu potvrzena,

- zrusena,



- nahrazena revidovanym vydanim, nebo

- zménéna.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Anna Jurdkova, Praha, ICO 61278386, RNDr. Karel Jurék, CSc.

Technicka normalizacni komise: TNK 102 Soucastky a materidly pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebové, CSc.
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Systémy hodnoceni jakosti

Cést 1: Registrace a analyza vad na osazenych deskach s plodnymi spoji
(IEC 61193-1:2001)

Quality assessment systems

Part 1: Registration and analysis of defects on printed board assemblies
(IEC 61193-1:2001)

Systeme d’assurance de la qualité Qualitatsbewertungssysteme

Partie 1: Enregistrement et analyse des Teil 1: Protokollierung und Analyse von
défauts Fehlern auf

sur les cartes imprimées equipées bestlickten Leiterplatten

(CEI 61193-1:2001) (IEC 61193-1:2001)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2002-02-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitrni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretariatu, mé stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itlie, Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, © panélska, ©védska a ©vycarska.



CENELEC

Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2002 CENELEC. VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostiedky

jsou celosvétové vyhrazena ¢lendm CENELEC. Ref. ¢. EN 61193-1:2002 E
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Predmluva

Text dokumentu 91/265/FDIS, budouci prvni vydani IEC 61193-1, vypracovany v IEC TC 91
Technologie elektronické montaze byl predlozen IEC-CENELEC k paralelnimu hlasovani a byl schvalen
CENELEC jako EN 61193-1 dne 2002-02-01.

Byla stanovena tato data:

- nejzazSi datum zavedeni EN na narodni Urovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2002-11-01

- nejzazSi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow)  2005-02-01

Prilohy oznacené jako ,normativni” jsou soucasti této normy.

Pfilohy oznacené jako ,informativni“ jsou uréeny pouze pro informaci.

V této norme jsou pfilohy A a ZA normativni a prilohy B, C a D jsou informativni.
Prilohu ZA doplnil CENELEC.

Ozndmeni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 61193-1:2001 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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Uvod

Tato Cast IEC 61193 umoznuje pocitani vad zapajenych sestav s plosSnymi spoji ve vyrobé elektronickych
obvod{ a prislusné vypocty dat ppm (dily na milion - parts per million), které se provadéji béznym
zplsobem.

vV

dilech na milion“, obvykle oznacované jako ppm. Z tohoto pohledu vyznam hodnoty ppm postupu
pajeni je zfejmy: dilem se v tomto kontextu rozumi zapajeny spoj, ktery je vadny, milion odpovida
milionu zapajenych spojd.

Pro rovnomérny zaznam vad je dllezité, Ze v této normé se vady pajeni pocitaji okamzité po skutecné
operaci pajeni (kdyz se zapajena sestava vynori z pajeciho stroje). MiZe byt pouzita metoda Paretovy
analyzy, kdyz vady mohou byt pfifazeny vlastnimu postupu pajeni nebo jiné priciné.

Aby bylo mozné vypocitat hodnoty ppm, je nutné rozumét matematickému vyznamu poctu
nalezenych vad v davce konkrétni velikosti (tj. mensi nez je velikost celé vyrobni davky) a jeho
ddsledkd pro celou davku.

Neni vhodné uvadét hodnotu ppm jistého postupu pajeni bez uvedeni poctu zapajenych spojl a bez
uvedeni konfidenc¢ni Grovné.

Pro provedeni vypoctl ppm je popsano nékolik metod, pomoci kterych Ize o¢ekavat maximaini Groven
ppm, napriklad:

- pouzitim vzorce pro binomické rozdéleni urcit hodnoty odpovidajiciho rozdélent;

- pouzitim grafl nebo tabulek z literatury.
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1 Rozsah platnosti

Tato ¢ast IEC 61193 definuje metody registrace a analyzy vad zapajenych osazenych desek s
ploSnymi spoji. Popsané metody dovoluji efektivni srovnavani funkénich charakteristik mezi vyrobky,
postupy a vyrobnimi misty a mohou slouzit jako zakladna pro celkové zvySovani jakosti.



Norma specifikuje sbér dat o vadach ve dvou kategoriich.

Data ppm kategorie 1: tato kategorie poskytuje data uréena pro Ucely registrace, aby umoznovala
celkové srovnani montaznich operaci.

Data ppm kategorie 2: tato kategorie poskytuje data uréena pro vyhodnoceni jednotlivych dil¢ich
postupd, pro Ucely analyzy a fizeni.

2 Normativni odkazy

Pro pouzivani tohoto dokumentu jsou nepostradatelné dokumenty na které je dale odkazovano. Pro
datované odkazy plati pouze citovana vydani. Pro nedatované odkazy plati posledni vydani
citovaného dokumentu (v¢etné jakychkoliv zmén).

IEC 60194 Navrh, vyroba a osazovani desek s plosSnymi spoji - Terminy a definice
(Printed board design, manufacture and assembly - Terms and definitions)

IEC 61191-1 Osazené desky s plodnymi spoji - Cast 1: Kmenové specifikace - Pozadavky na pajené
elektrické a elektronické sestavy pouzivajici povrchové a obdobné montazni technologie

(Printed board assemblies - Part 1: Generic specification - Requirements for soldered electrical and
electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies)

IEC 61191-2 Osazené desky s plodnymi spoji - Cast 2: Dil¢i specifikace - Pozadavky na sestavy pajené
povrchovou montazi

(Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered
assemblies)

IEC 61191-3 Osazené desky s plodnymi spoji - Cast 3: Dil¢i specifikace - Pozadavky na sestavy pajené
do prlchozich otvord

(Printed board assemblies - Part 3: Sectional specification - Requirements for through-hole mount
soldered assemblies)

IEC 61191-4 Osazené desky s plosnymi spoji - Cast 4: Dil¢i specifikace - Pozadavky na sestavy pajené
na zakoncovaci koliky

(Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for terminal soldered
assemblies)

IEC 61192-1 Pozadavky na funkéni charakteristiky vyrobku - C4st 1: Kmenové norma - Pozadavky na
provedeni a navod pro zapajené elektronické sestavy”

(Product performance requirements - Part 1: Generic standard - Wokrmanshhip requirements and
guidelines for soldered electronic assemblies1))

IEC 61192-2 PoZadavky na funkéni charakteristiky vyrobku - Cast 2: Diléi norma - PoZadavky na
provedeni a ndvod pro elektronické sestavy pajené povrchovou montazi”

(Product performance requirements - Part 2: Sectional standard - Wokrmanshhip requirements and



guidelines for soldered surface mount electronic assemblies®)

IEC 61192-3 Pozadavky na funkéni charakteristiky vyrobku - Cast 3: Dil¢i norma - Pozadavky na
provedeni sestav pajenych do prichozich otvord

(Product performance requirements - Part 3: Sectional standard - Wokrmanshhip requirements for
through-hole mount soldered assemblies")

IEC 61192-4 PoZadavky na funkéni charakteristiky vyrobku - Cast 4: Diléi norma - PoZadavky na
provedeni spojd pajenych na zakoncovaci koliky?

(Product performance requirements - Part 4: Sectional standard - Wokrmanshhip requirements for
terminal soldered conections")

-- Vynechany text --



